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1 750 Immerhin 120 Megapixel fiir die THT-Bauteilpriifung auf engstem Raum. Hier
werden besondere Anforderungen an AOI-Systeme fiir THT-Baugruppen durch die
notwendigen Durchfahrthdhen von teilweise {iber 100 mm und/oder die beidseitige
Inspektion gestellt. Generell sollen dabei die eingesetzten AOI-Systeme nicht zum
Flaschenhals der Durchsatzzahlen werden

Oberflichenveredelung bei Steckverbindern Ein spezieller ,Human-on-a-Chip‘ kann als eine Elektronikentwicklung: Uberhitzung und Hot-
und Crimp-Kontakten als relevanter Prozess Art Mini-Cyborg einige Organe simulieren spots bendtigen effiziente Kiihlung
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Titelbild

Véllige VerschleiB- und Wartungsfreiheit, minimierte Grund-
flache und uniibertroffene Priifgeschwindigkeit:
Bestiickkontrolle von THT-Komponenten mit einer Gesamt-
auflosung von 120 Megapixeln.

Weitere Informationen: www.goepel.com
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